I Leiterplatten

Die HDI-Serie von CONTAG und ELEKTRONIKPRAXIS

HDI-Leiterplatten fertigungsgerecht designen

Da die Kosten einer Baugruppe maf-
geblich in der Entwicklung und dem
Design einer Leiterplatte/Baugruppe
festgelegt werden, haben der Experte
fiir Leiterplattenprototypen CONTAG
GmbH und ELEKTRONIKPRAXIS eine
HDI/Mikrovia-Serie zusammengestelit.
Die Serie gibt Tipps und Tricks fiir das
fertigungsgerechte Layout von HDI-
Leiterplatten.

HDI steht fiir High Density Interconnect =
hochdichte Verbindungen und ist langst
keine Sondertechnologie mehr, sondern
eine bewédhrte Herangehensweise, um
hohe Verdrahtungs- und Bestiickungs-
dichten zu realisieren. Typisch flr eine
HDI-Leiterplatte ist eine hohe Verdrah-
tungsdichte in Verbindung mit einer sehr
hohen Anzahl von Mikrovia-Bohrungen.
Von HDI spricht man bei Leiterbahnstruk-
turen von 150 um und feiner sowie Mikro-
via-An- oder Durchkontaktierungen mit
einem Bohrlochdurchmesser <0,2 mm.
Der haufigste Grund fiir den Umstieg auf
eine HDI-Technologie ist die deutlich ho-
here Verdrahtungsdichte. Der Platz, der
durch die feineren Leiterbahnstrukturen
gewonnen wird, lasst sich nutzen, um die
Packungsdichte auf der Leiterplatte zu

erhdhen, da mehr Platz fiir Bauteile und
deren Anschlussflachen zur Verfiigung
steht. Zum anderen sinkt der Flachenbe-
darf, was sich insgesamt in einer redu-
zierten PlatinengroBe oder auch in einer
kleineren Anzahl an bendtigten Verdrah-
tungsebenen (Layer) duBern kann.

Ein weiterer Grund fiir den Einsatz der
HDI-Technologien ist ein erforderliches
feineres Systemraster, um hochkomplexe
Bauteile wie FPGAs im BGA-Gehduse zu
platzieren. Diese sind in ,konventioneller”
Technik kaum mehr anschlieB- und ent-
flechtbar, speziell wenn auch noch Lei-
tungen zwischen den Anschliissen hin-
durchgefiihrt werden sollen. Und auch
Technologievorgaben kdnnen zum
Wechsel auf HDI-Technik fiihren. Dies gilt
insbesondere bei erhohten EMV-Anfor-
derungen sowie impedanzkontrollierten
Leiterplatten.

Der Umstieg auf HDI setzt die Kenntnis
der HDI-Design-Rules des jeweiligen Lei-
terplattenproduzenten genauso voraus
wie die sorgfiltige Integration dieser Re-
geln in die eigenen Bauteilebibliotheken.
Dabei kann nicht einfach linear skaliert
werden, es gelten nach wie vor die
grundlegenden Regeln z.B. fur Isolations-
abstande und Létstoppfreistellungen.

M In der HDI-Serie gibt Christian Ranzinger,
Leiter Technologie bei CONTAG, Tipps und
Tricks aus der Praxis

Grundsétzlich gilt: Im Hinblick auf Aus-
beute und Fertigungskosten ist nicht
alles sinnvoll, was technisch machbar ist.
Speziell fir Leiterbahnbreiten und Ab-
stande gilt nach wie vor:,So gering wie
noétig - so grof’ wie moglich!”. Hinsicht-
lich der Fertigbarkeit feinster Strukturen
spielen beispielsweise Themen wie Rest-
ringabmessungen und Isolationsabstén-
de auf den Innenlagen oder das Aspect
Ratio der An- und Durchkontaktierungen
ein entscheiden Rolle.
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Layout-Highlights des neuen OrCAD PCB Designer:

OrCAD PCB Designer

Die Nachfolge fiir OrCAD Layout
ab jetzt verfiigbar

- Datenkompatibel zu Cadence Allegro (skalierbar)
- Online DRC {mit online preview)

- Dynamische Kupferflachen

- Umfangreiche Klassenregeln

- Interaktives Routen (Push & Shove)

FlowCAD

www.FlowCAD.de
+49 (89) 4563-7770




Leiterplatten B

Da die Kosten einer Baugruppe maf3geblich in der Entwicklung
und dem Design einer Leiterplatte/Baugruppe festgelegt wer-
den, haben wir eine HDI/Mikrovia-Serie zusammengestellt.
Darin geben die Experten der Firma CONTAG seit Ausgabe
8/2007 in jedem zweiten Magazin Tipps und Tricks zu ausge-
wahlten Themen fiir das fertigungsgerechte Layout von HDI-
Leiterplatten. Die Reihe unterstitzt sowohl,HDI-Neulinge” als
auch Experten mit Tipps und Tricks aus der Praxis.
Die bisherigen fuinf Kapitel finden Sie Gber unseren InfoClick-
Service auf unserem neuen Fachportal im Internet. Das sechste
Kapitel dieser Beitragsreihe erscheint in Ausgabe 18/2007.
www.elektronikpraxis.de
InfForClick Tipps fiir HDI-Mikrovia-Designs
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o Leiterplatten-Prototypen

Einrichtung gratis

010 St./8 AT*

1-20 Q-inch
Je € 14,00
Je € 41,00

41-60 Q-inch |
Je € 28,00
Je € 54,00

21-40 Q-inch
Je € 22,00
Je € 46,00

3050 St./8 AT*

|2 Lagen

30100 St./8 AT*

§-o *Bedingung
FR-4, HASL, 0,062', 1 Unze Cu, minimaler SMD-Taktabstand 0,65 mm,
kleinste Bohrung 0,381 mm, alle Bohrungen liberzogen, kleinster Pitch-
Raum 0,1778 mm, griine LPI-Schablone, weiBe Oberseite Silkschirm,
individuell einzelner Schaltungsentwurf und kein Geisterbild der Bretter,
(MwSt, und Versandkosten nicht im Preis enthalten)
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SPEA GmbH
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